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NO. Item tags Reference value package KD P/NQuantity

1 电容 C1/C3 NA 01005 100nF±10% 01005 2

电容 C2 NA 01005 12pF±5% 01005 1

电容 C4 NA 01005 8.2pF±0.25pF 01005 1

电容 C5 NA 01005 6.8pF±0.1pF 01005 1

电容 C6 NA 01005 11pF±5% 01005 1

6 电容
C7/C10
/C19 NA 01005 1.0nF±10% 01005 3

7 电容
C8/C13
/C17/C

20
NA 01005 100pF±5% 01005 4

8 电容 C9 NA 01005 6.0pF±0.1pF 01005 1

9 电容 C11 NA 01005 4.7pF±0.1pF 01005 1

10 电容 NA 01005 6.8pF±0.1.pF 01005 1

11 电容 NA 01005 1.6pF±0.1pF 01005 1

12 基板 / FCLGA22L（040040）1240002 基板 / 1

13 锡膏 / / F590 SnCu0.7-89M4 / /

元器件总计 17
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注意：

1.后切割切割道宽度为0.2mm.
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